
半导体产业新闻半月刊（精华版）

2019/0408-2019/0421



2

专题分类

设计
制造

市场
数据

产业
合作

大国
重器

人事
变迁

产品
应用

科技
前沿

焦点
观察

并购
投资

本土
产业

专利
要闻



并购投资
点评：①收购FPGA供应商Omnitek，英特尔赚了220多个IP内核。

②恩智浦投资中国自动驾驶科技公司南京隼眼科技，合研77GHz汽车雷达芯片。
③格力电器15%股权将公开转让，实控人或变更。
④投资48亿元，中国投资方成JDI最大股东。



领域 时间 事件 原因/内容 资金(美元)

IC设计 2019/04/15
安其威微电子获A轮融

资
战略融资。主要用于扩展市场、运营、质量和研发团队，以
及一系列产品的量产销售。

数百万

IC设计 2019/04/18
Intel将收购一家FPGA

供应商
业务增强。对FPGA业务的很好补充。

IC设计 2019/04/19
微龛半导体完成Pre-A

轮融资

战略融资。专注于高性能模拟信号链芯片设计及提供系统解
决方案的微龛半导体完成数千万元Pre-A轮融资，投资方为国

中创投。

0.014亿

汽车雷达 2019/04/19 NXP投资鹰眼科技 市场拓展。以扩张中国汽车雷达市场的版图。

白电 2019/04/09
格力集团拟公开转让
格力电器15%股权

体制改革。意味着格力电器将易主。 61亿

显示面板 2019/04/13
中国财团成JDI最大股

东，持股49.8%

资本援助。中国投资者包括中国内地投资基金嘉实基金和中
国台湾地区触控面板厂商宸鸿科技及台湾金融富邦集团组成
的Suwa财团。

11亿



本土产业
点评：①地方产业发展如火如荼，成都、天津、徐州、绍兴、北京等地持续扶持半导体产业。

②国内首个基于微软人工智能及虚拟现实公共服务平台在青岛启用。
③累计总投资200亿美金，SK海力士无锡扩建二工厂竣工。



【三个重大项目集中签约落户邛崃】

近日，邛崃市重大项目集中签约仪式在成都市天府新城会议中心举行，总投资100亿元的半导体
微显示屏及智能终端生产基地项目、总投资50亿元的威高医疗装备产业园二期项目、总投资15
亿元的浙江万里扬新能源汽车零部件生产基地项目正式签约落户。

【TCL北方创新总部及智能产业项目签约落户天津】

4月11日，TCL控股北方创新总部及智能产业项目正式签约。此次TCL控股将在天津西青开发区内
设立TCL控股北方创新总部，并将在工业智能制造、人工智能软硬件开发等领域与西青区展开合
作，重点发展云计算、大数据等创新业务，与西青区携手打造工业互联网生态圈，形成创新引
领能力，助力推动天津制造向“天津智造”的转型升级。

【国内首个基于微软人工智能及虚拟现实公共服务平台在青岛启用】

① 近日，“微软助力青岛‘高端制造业+人工智能’峰会”在青岛市崂山区举行。会上宣布青
岛人工智能及虚拟现实公共服务平台正式启用。

② 该平台2018年落户崂山，依托微软公司的品牌、技术资源，打造国内首个基于微软人工智
能及虚拟现实技术的公共服务平台，是集人工智能、虚拟现实、大数据、人机交换、物联
网等展示中心、孵化空间、联合实验室于一体的综合服务平台。



【5亿IGBT项目落户绍兴】

天毅半导体IGBT项目拟在在绍兴投资建设IGBT、MOSFE模块、IPM模块一体机、变频一体机等电
子产品的设计、研发和生产制造基地，项目总投资5亿元。该项目属于中芯国际项目的关联产业
项目，中芯国际项目预计2019年6月主厂房结构封顶，9月工艺设备调试，2020年一季度正式量
产。

【华芯半导体信息光电子芯片研究院等项目签约落户北京顺义】

4月18日，“北京畅融工程”第一季暨2019北京5G产业与金融发展论坛在顺义区举行。会上，华
芯半导体北京研究院、智道网络科技（北京）有限公司、创维集团北京研究院、智能网联汽车
特色小镇项目等项目签约落户顺义。

【SK海力士无锡工厂扩建竣工】

4月18日，SK海力士半导体（中国）有限公司无锡二工厂扩建项目（C2F）正式竣工，意味着SK
海力士将成为全球单体投资规模最大、月产能最大、技术最先进的10纳米级DRAM产品生产基地。

【京东方福州第6代AMOLED产线拟启动】

福州京东方拟启动新一轮465亿元投资扩建第6代AMOLED面板产线。



【惠科滁州8.6代线点亮】

4月11日，总投资240亿元的滁州惠科8.6代线点亮仪式在滁州举行。惠科光电第8.6代液晶显示
器件项目，是滁州市历史上投资最大的工业项目，于2017年8月1日正式签约，2017年10月中旬
打桩，2018年8月底主体厂房封顶，2019年1月首台曝光机入场。

【LED发光材料项目签约落户江苏邳州】

4月6日，江苏邳州经济开发区与北京国芯微电科技有限公司签订了OLED发光材料项目。



市场数据

点评：①WSTS：全球半导体销量大跌。
②测试和晶圆代工设备销售额大涨，018年全球半导体设备销售额创纪录。
③2018年O-S-D供货商排行：前10大有6家去年取得2位数成长。
④2019年全球电动汽车成长率预计达28%，中国成长迅速。



【WSTS：全球半导体销量大跌】

① WSTS最新公布报告显示，半导体销售额在今年2月份进一步下滑，所有主要类别的芯片销售，
都呈现连续下降和年增率下降的趋势。

② 就过去这三个月平均值相较下，2月半导体销售的下滑至329亿美元，月增率下降7.3%，年
增率则下降10.6%；其中2月份的跌幅比1月份更急遽，这三个月的平均值连续下跌7.2%和去
年平均值相比，年增率下跌至5.7%。
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【芯思想研究院推出2019全球半导体设备商TOP10排名】

芯思想研究院（ChipInsights）根据各公司的财报，列出全球半导体生产设备厂商营收TOP10榜
单。TOP10榜单中，美国和日本都是四喜临门，荷兰和新加坡只是一花独放。中国没有一家公
司上榜。
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【2018年全球半导体设备销售额跃升至创纪录的645亿美元】

① SEMI公布报告指出，2018年全球半导体制造设备销售总金额达645亿美元，创下历史新高，
比2017年的566.2亿美元成长14%。

② 韩国连续第二年成为全球最大的半导体新设备市场，2018年的销售金额共177.1亿美元，但
年减1%。其次为大陆，以年增59%达到131.1亿美元的成绩，排名第二，并取代以101.7亿美
元滑落至第三的台湾地区，台湾地区去年总额比前年下滑12%。
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https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2019/04/11/5caec4c6bf9a0.png


【华为2023年5G RAN市场占有率将超24%，领先竞争对手】

Strategy Analytics最新发布的《领先5G RAN 厂商比较及2023年5G全球市场潜力-爱立信、华
为和诺基亚》的报告显示，2023年，华为、爱立信和诺基亚各自的RAN设备将分别为全球22%-
25%的5G用户提供服务；三星、中兴通讯以及新兴的OpenRAN厂商，将服务于约30%的全球5G用户。
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【全球O-S-D十大厂商供应商排行：索尼第一】

① 日前，IC Insights发布了最新的全球O-S-D（光电子、传感器与分立器件）十大厂商排名
供应商榜单。

② 报告显示，目前销售光电子产品的公司在前十大O-S-D供应商中排名第一。前十大公司中有
九家销售光电子产品，六家提供传感器/执行器半导体，五家提供分立产品。
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【全球PC销量排行出炉：苹果落至第四】

市场调研机构Gartner和IDC最新发布的数据显示，2019年一季度全球PC出货量同比下降4.6%，
苹果Mac销量也随之下降2.5个百分点。
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【2019年全球汽车厂转攻电动化，电动汽车成长率预计达28%】

TrendForce在最新《第一季全球汽车市场解析》报告中指出，2019年全球汽车市场规模预估为
9440万台，相较于2018年衰退0.8%。尽管全球车市规模下滑，但汽车厂转为抢攻电动汽车市场，
驱动市场发展，预估2019年电动汽车出货量为515万台，年成长率达28%，若仅计算新能源车
（不含油电混合车），年增率预估将高达51%。
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【中国电动车发展迅速】

总观2018年全球电动车销量分布，在PHEV(插电式混合动力)及BEV(纯电池动力)中，中国车厂各
占45%与55%份额。
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【2019年全球公共云服务市场将达到2143亿美元】

根据Gartner的数据，2019年全球公共云服务市场将增长17.5％，达到2143亿美元，高于2018
年的1824亿美元。
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【全球偏光片供应紧张状况将持续到2020年】

群智咨询（Sigmaintell）预计，到2020年，实际能量产且释放有效产能的偏光片产线预计只有
4条，日系及台湾厂商产能扩产保守，全球偏光片厂商的供应产能维持同比5％～7％的缓慢增长
态势。
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2018Q1～2020Q4全球偏光片产能面积及同比走势

（单位：百万平米，％）

2018Q1～2020Q4全球偏光片产能面积及面板

产能面积同比增速走势（单位：％）



【照明市场景气度持续低迷】

LEDinside表示，尽管观察到 LED 背光市场需求在中国春节后回暖，但照明及车用LED封装市场
需求仍未改善，照明LED价格在3月也小幅下调。其中大功率陶瓷基板产品价格下降1%~3%，另外
主流厂商COB产品价格也出现2%~4%降幅。
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产业合作

点评：①中国移动联合华为百度首次展示5G Vertical LAN行业应用。
②谷歌和英特尔强强联手，为混合云环境的客户提供更高效解决方案。
③TCL智能家庭科技与爱华盈通签署战略合作协议，加速AI应用落地
④四维图新与华为合作拓展智能汽车科技。



领域 合作公司/单位 目的

5G 中国移动、华为、百度
首次展示基于SA架构的5G Vertical LAN(行业局域网)技术，承载8K实时会议

系统，助力企业云办公。

云平台 谷歌、英特尔
建立战略合作伙伴关系，旨在帮助企业客户在内部部署和云环境中无缝部署应
用程序。

平板显示 东旭光电、LGD

就高铝盖板玻璃基板、防眩光（AG）玻璃基板、车载用玻璃盖板、移动终端

玻璃盖板、智能家居玻璃盖板以及用于光电显示、柔性显示材料等产品的新材
料的研发和应用进行合作。

锂电池 澳洋顺昌、速珂智能 双方签署战略协议，拟开发三元圆柱锂电池。

AI 爱华盈通、TCL智能家庭科技 共同促进人工智能产品在各行业落地，实现互利共赢。

智能制造 四维图新、华为
双方将充分发挥各自优势能力，提升互联网经济时代的创新能力，加快中国装
备制造业的智能化进程。



设计制造

点评：①华润上华0.153μm 5V EN CMOS工艺成功量产。
②三星将于今年6月开始量产7nm芯片，台积电将推出6nm制程技术。
③长江存储今年或将推出64层NAND闪存。
④TI将新建12英寸晶圆厂。



【华润上华0.153μm 5V EN CMOS工艺成功量产】

华润微电子旗下的无锡华润上华宣布，其0.153μm 5V EN CMOS工艺平台已成功量产，该工艺
具有成本低、器件种类多样化等优势，适用于MCU、LED显示屏、音频功放、DC-DC等多种应用场
景。

【SmartSens正式推出“SmartSensor”AI智能传感器芯片平台概念】

近日，思特威（SmartSens）宣布正式推出 “SmartSensor”AI智能传感器芯片平台概念。该
平台”旨在通过将人工智能算法与先进传感器技术相结合，以开发下一代“智能传感器芯片”，
从而推动包括物联网在内的人工智能技术应用发展。

【三星将于今年6月开始量产7nm芯片】

据businesskorea报道，三星电子将于今年6月开始大规模生产7纳米极紫外(EUV)芯片。三星电
子计划在6月份推出Exynos9825，这是一款应用处理器(AP)，采用7纳米EUV工艺制造。这款处理
器预计将搭载于Galaxy Note10旗舰机型，该机型将于今年下半年发布。

【JOLED投资255亿日元建后段模组工厂】

4月8日，日本面板厂JOLED对外宣布将投资255亿日元（约合人民币15.4亿元）建设OLED后段模
组加工厂，工厂设在日本千叶县，预计2020年量产，月产能约为22万片，主要生产10到32英寸
印刷式OLED显示模组，产品主要用于汽车显示及高端显示器等市场。



【长江存储今年或将推出64层NAND闪存】

据businesskorea报道，长江存储技术有限公司首席技术官程卫华最近在接受媒体采访时表示，
该公司将在今年年底前大规模生产64层3D NAND闪存。

【台积电将推出6nm制程技术】

全球晶圆代工大厂台积电近日宣布，将推出6nm制程技术，预计在2020年一季度进行试产，可支
持高阶到中阶产品，以及AI、5G基础架构等应用。

【TI新建12英寸晶圆厂】

TI将在达拉斯东北郊的理查森建立一个新的12英寸模拟半导体晶圆制造厂，该项目总共投资31
亿美元。



【最新的存储器路线图】

Jeongdong每年都发布存储器路线图，上图是更新后的NAND flash路线图。现在进入了1z-nm平
面flash时代（可能是13-14 nm，1y为~15 nm）和有4级单元的~96层3D flash时代。



产品应用

点评：①5G、AI、3D传感器领域火热，各厂商纷纷推出新产品。
②贺利氏推出全球首款IC封装用镀金银线。



领域 公司/单位 产品及特性

IC封装材料 贺利氏 推出全球首款镀金银线。

AI处理器 aiCTX
发布了全球首款纯基于事件驱动运算的动态视觉AI处理器DynapCNN，用于超低功耗，
always-on的实时动态视觉信息处理。

通信芯片 紫光展瑞

推出新一代LTE移动芯片平台—紫光展锐虎贲T310。这是全球首款基于Arm DynamIQ架构、
面向智能手机的4核LTE芯片平台，可实现优异的运算性能及低功耗管理，为全球主流市场用户

提供旗舰级的应用体验。

蚂蚁矿机 比特大陆 发布蚂蚁矿机新品Antminer S17 Pro，可支持BTC、BCH等加密数字货币挖矿。

传感器 Teledyne e2v 推出专为高速应用而设计的1100万像素图像传感器。

VCSEL 仟目激光 发布了第二代天枢系列高功率3D传感VCSEL。

SSD 紫光存储 展出了一款面向企业级市场的固态硬盘P8260。

5G 高通、瑞士电信等 通过开通瑞士电信的5G网络，为欧洲带来商用5G服务。

AIoT 联发科

发布AIoT平台, 包含拥有高集成度和高端APU性能的i300和i500系列处理器芯片，为业界提供

面向智能家居、智慧城市和智能工厂三大领域的解决方案，助力人工智能技术和物联网技术的
落地融合。

PC 华为 推出了三款MateBook笔记本新品：MateBook X Pro，MateBook 14以及MateBook E。



大国重器

点评：①美国业者呼吁政府加大投入，应对中国芯片行业兴起。
②特朗普：5G竞赛已开始，美国只能赢不能输。
③第44颗北斗卫星发射成功，中国长三甲系列火箭完成百次发射。



【美国半导体产业协会呼吁政府加大投入】

① 据路透社4月3日报道，美国半导体产业协会呼吁美国官员把未来5年对芯片研究的联邦拨款
从目前的15亿美元（1美元约合6.7元人民币）提高至50亿美元，并加倍向材料科学等相关
领域拨款。英特尔、美光和英伟达都是美国半导体产业协会的会员。

② 该组织还希望政府修改相关规定，帮助业者聘请到技术工人。长期而言，这意味着增加教
育投入，在2029年之前使得美国的科学与工程专业的毕业生数量增加一倍。

【美国宣布大规模5G投资计划】

① 为确保美国在5G领域的领导地位，当地时间4月12日，美国总统特朗普和FCC主席Ajit Pai
在白宫宣布扩大5G计划，将以“非常大胆的行动”释放5G无线频谱和鼓励5G投资。

② 特朗普说：“美国必须要赢得5G比赛，这是一场我们将赢得的比赛，但我们不能休息，比
赛还没结束。”特朗普表示，全美在2019年年底前将完成92个5G市场的部署，超越韩国的
48个。特朗普还表示：“无线行业计划在5G网络上投资2750亿美元，这将快速为美国创造
300万个工作岗位，并将带来5000亿美元经济收益。为了加速和鼓励这些投资，我的政府正
在尽可能多地分配无线频谱。（我们）正在消除网络扩建的法规障碍。FCC正在展开比以往
更加大胆的行动，以更多地提供无线频谱。”



【第44颗北斗卫星发射成功，中国长三甲系列火箭完成百次发射】

① 4 月 20 日晚，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射第四十四颗北斗导航卫星，拉开今
年北斗高密度组网序幕。

② 这次发射也标志着长三甲系列火箭完成了第 100 次发射，这也是我国首个发射次数破百的单一系列火箭。长征
三号甲系列火箭从长征三号火箭演变而来，包含长征三号甲、长征三号乙、长征三号丙三型火箭，是我国现役
执行高轨发射任务最多的系列火箭，已经承担了探月工程、北斗工程等多项国家重大工程任务。



科技前沿

点评：①华为研发费用升至全球第四。
②西电研发可溶性忆阻器，为安全存储提供有效途径。
③我国光刻样机实现微纳器件三维光制造新突破，光刻最小线宽9nm。



【华为研发费用升至全球第四】

据外媒报道称，华为2018年的研发投入已经超越了微软，苹果和Intel（英特尔），这是他们
能够保持在5G技术上领先的关键因素，而目前全球科技企业中，每年单纯研发投入超过千亿元
的，也只有四家公司。



【西电研发可溶性忆阻器，为安全存储提供有效途径】

近日，西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院的研究人员王宏及其团队设计了一种可溶性
忆阻器。王宏团队利用水辅助转印方法，他们能够将银-氧化镁层与钨基电极一起转移到瞬变基
体上。他们对这些组分进行了排列，最终得到了一种模拟神经元间的信号传导的忆阻器。



【我国光刻样机实现微纳器件三维光制造新突破】

据科技日报报道，武汉光电国家研究中心甘棕松团队采用二束激光在自研的光刻胶上突破了光
束衍射极限的限制，采用远场光学的办法，光刻出最小9纳米线宽的线段，实现了从超分辨成像
到超衍射极限光刻制造的重大创新。



【我国首次制出6寸石墨烯晶圆】

中国科学院上海微系统与信息技术研究所石墨烯单晶晶圆研究取得新进展。信息功能材料国家
重点实验室石墨烯研究团队首次在较低温度（750℃）条件下采用化学气相沉积外延成功制备6
英寸无褶皱高质量石墨烯单晶晶圆。

左图：石墨烯单晶晶

圆生长设计及实验结

果；右图：低温制备

的6英寸石墨烯单晶晶

圆



【柔性钙钛矿太阳能电池研发取得进展】

近日，中国科学院深圳先进技术研究院医工所纳米调控与生物力学研究室在柔性钙钛矿太阳能
电池研发方面获得新进展。研究团队在透明云母衬底上开发出高度柔性、稳定且高效的钙钛矿
太阳能电池（PSC）。其最佳光电转换效率（PCE）为18.0％；弯曲半径小至5mm，在5000次弯曲
循环后保持原有效率的91.7％。

图(a)为柔性电池照

片；图(b)为器件断

面TEM照片；图(c)为

电池性能J-V曲线；

图(d)为器件弯曲耐

久性测试结果；图(e)

为器件疲劳测试结果；

图(f)为湿热测试结

（85 °C，85％

RH）。



【斯坦福大学成立HAI——以人为本的人工智能研究院】

斯坦福大学成立了一个新机构——以人为本的人工智能研究院（HAI），该新机构致力于研究、
指导和开发以人为本的人工智能技术及应用，加强与产业界（涉及技术、金融服务、卫生保健
和制造业等）、政府和非政府组织的合作，通过人工智能实现人类更美好的未来。



人事变迁

点评：①华芯通：CEO离职，CTO离职。
②IBM新加坡制造工厂关闭。



【华芯通：CEO离职，CTO离职】

有知情人士称，华芯通CEO汪凯博士在今年已经悄然离职，公司CTO也相继离开了公司。至于其
他员工，也都陆陆续续处于离开或者找工作的状态。

【IBM新加坡制造工厂关闭】

据新加坡媒体报道，科技巨头IBM将关闭在新加坡的制造设施，旗下所有员工遭裁员。



焦点关注

点评：①美国商务部公布了一批“危险名单”，其中包含37家内地公司及院校。
②高通与苹果达成和解，双方将撤销所有诉讼。
③华为任正非入选时代2019“全球最具影响力百大人物”。



【美国商务部公布了新一批“危险名单”】

① 美国商务部公布了一批“危险名单”（red flag），其中包含37家内地公司及院校，以及6
家港企，加上1家本在名单上的港企，共有7间港企被列入名单。

② 这个“危险名单”，其实是一个“未经核实”实体名单。为确保美国产品或技术没有流转
至受制裁国家，美国就《出口管理规则》管制的产品，设有这份实体清单。



【任正非：华为将开放出售5G芯片和其他芯片】

4月15日，华为创始人任正非在接受CNBC采访时表示，华为将对其他手机厂商开放出售5G芯片和
其他芯片，包括其竞争对手苹果。这标志着华为对自身知识产权的思考发生了重大转变。

【高通与苹果达成和解，双方将撤销所有诉讼】

据《日本经济新闻》报道，围绕智能手机用通信半导体的知识产权，在美国内外展开诉讼大战
的美国苹果与美国半导体巨头高通当地时间4月16日发表联合声明称，双方就撤销所有的诉讼达
成协议。具体条件并未公布，但双方就苹果认为过高的专利使用费达成和解，还就苹果重启对
高通的半导体采购达成协议。



【华为任正非入选时代2019“全球最具影响力百大人物”】

《时代》杂志2019“全球最具影响力百大人物”榜单发布，中国企业家、华为创始人任正非名
列其中。《时代》的评语称：任正非并不是计算机天才，但他的管理工作帮助华为成为全球最
大的电信设备公司。



专利要闻
点评：①自动驾驶、智能手机、VR领域竞争激烈，龙头企业竞相申请新专利。



类别 公司/单位 事件内容

新专利 苹果 布了一项自动驾驶车专利：能帮汽车更平稳行驶。

新专利 微软 揭示针对双屏设备的新显示技术。

新专利 索尼 PSVR适配眼镜专利：支持眼球追踪。

新专利 魅族 手机申请升降摄像头专利。

新专利 索尼 在VR头显领域布局新专利。

新专利 努比亚 “双刘海”柔性屏设计专利曝光。

新专利 夏普 有望推出可折叠的游戏手机。

新专利 OPPO OPPO Reno后置摄像头外观专利获WIPO批准。

数据 中国 领跑全球5G专利数量。



SIIP CHINA
【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA 】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业
资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投
资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促
进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投
资平台。
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